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© Datentrager mit integriertem Schaltkreis und Verfahren zur Herstellung desselben 



Mehrschichtiger Datentrager, in den ein einen IC-Baustein 
aufnehmendes Tragerelement eingebaut ist sowie Verfah- 
ren zur Herstellung eines derartigen Datentragers. Das Tra- 
gerelement besteht aus einem flexiblen Substrat, auf dem 
Kontaktflachen ausgebildet sind, die uber Leiterbahnen mit 
dem IC-Baustein verbiinden sind. Das Tragerelement wird 
beim Einbau in den Datentrager derart verformt, daft der IC- 
Baustein beim fertigen Datentrager geschutzt durch Karten- 
deckschichten in der Kartenmitte liegt und die Kontaktfla- 
chen bundig mit der Kartenoberflache abschlieften. 
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• © Mebrscbicbtiger D atentrager, bestebend aus 

. m indestens einer Kernscbicbt sowxe exner 
unteren Deckschicnt, 

te in fur die Verarbeitung eleXtrischer 
_ einem IC-Baustexn fur ax 
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0 • „ SO wie Leiterbannen *ur Verbindung 
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- Korxtakttxa eX ternen Geraten, 

des IC-Bausteines mxt extern 

l5 meinsam auf einem Substrat ang eleXtrisc n lex- 
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tenden Bescbichtung des S *> st Dec *scbicbten exn- 

aaS substrat derart zwxscnen Kern 
gelagert ist, daB 

20 * . in einer Aussparung der Kernscbicbt 

der IC-Baustexn xn exner n 

liegt und 
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35 sie mit mit aer 
abschlieBen. 
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2. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
z e i c h n e t , dafi 

- mehrere Kontaktf lachen in Gruppen zusammengefafit 
5 sind, 

- sowohl die Bereiche des Substrats, die die Kontakt- 
gruppen tragen als auch die Aussparungen der obe- 
ren Deckschicht an die Umrisse der Kontaktgruppen 

10 angepafit sind, 

- die Dicke der oberen Deckschicht gleich Oder ge- 
ringfugig groBer als die Dicke des Substrats ein- 
schliefilich der Kontaktf lachen ist und 

15 

- die Kontaktgruppen zusammen mit den zugehorigen 
Substratteilen vollstandig in die Aussparungen der 
Deckschicht gebogen sind, 

3. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB die Bereiche des Substrats, die 
den Kontaktf lachen unterlegt sind, im Randbereich der 
Kontaktf lachen uber diese hinausstehen und die iiberste- 
henden Bereiche zwischen Kernschicht und oberer Deck- 
schicht fixiert sind. 

4. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , dafi die Kontakt f lachen zu Gruppen zu- 
sammengefafit sind, die Bereiche des Substrats, die den 

30 Kontaktgruppen zugeordnet sind, im Randbereich. der Kon- 
taktgruppen liber diese hinausstehen und diese uberstehen- 
den Bereiche des Substrats zwischen Kernschicht und obe- 
rer Deckschicht fixiert sind. 

35 5. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k. e n n - 
zeichnet , daB sowohl die obere Deckschicht als 
auch das Substrat im Bereich der Kontakt f lachen Ausspa- 
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daB die Kontaktflachen derart verformt 
rung en - f - lSen u ; c ^ aie Aussparun gen der oberen Dec*- 
sind, da. sxe durch dx der Decksc * ic bt ab- 

schicht hindurcb mxt der flSchen von den Aus- 

scblieAen und der unter den ^ ^ Ke rnscbicbt 

eparungen verbleibende Rau* .xt Mater 
ausgefullt ist. 

Kernschicht fixiert sind. 

Z eichnet, dafia sc bmale 

s„bstr.tst«ge von a« sabatrattaxl 
den IC-Baustein tragen. 

„ a r S tellung ainas Datantragars na=h Aa- 
8. Varfahran zur Harstallung t , a,B 

spr »ah X. aadurch 

. a.a s„ b a«a t If aen ««« "E^"^ 

auf der Kernscbxcbt fl " er der Kern - 

5 stein i. Bereich einer Aussparung 

schicnt angeordnet ist, 

Kontaktflachen liegen and 

-r nruck- und Warmeein- 
. da6 dieser Schicn^ . so dafl die 

wir *ung - iteinanae d ;; r 0 ;;r fl acnen der oberen DecX- 
35 Kontaktflachen an dxe Oberf 

schicht und der IC-Baustexn xns 
. aufbaus gedriickt werden. 
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20 Schaltkrmsas mt antsp z £t ^ eina gal- 

heu t= una auch woM « ab.aW.«« sind au£ aar 
, a niscba 

Katta Xaitanaa Bn a - « ^ iD da, 

einaars.its ubar Leitaru einen gaaxgna- 
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35 tut xn g e . nige genannt . 
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In der DE-OS 26 59 573 ist der IC-Baustein gemeinsam mit 
den Leiterbahnen und den Kontakt flachen auf einem fla- 
chen, nicht flexiblen Substrat angeordnet. Zum Einbau des 
Substrats in eine Ausweiskarte wird der ICBaustein in 

5 einer Aussparung der Karte positioniert und die Rander 
des flachen Substrats mit der Karte verburiden. Da die 
Kontaktf lachen mit dem Schaltkreis auf dem gleichen Sub- 
strat angeordnet sind, liegen sie in der Ausweiskarte in 
der Ebene des Schaltkreises , also etwa in der Mitte der 

10 Karte. Der Zugang zu den Kontakt flachen ist daher nur 

iiber Vertiefungen in der Karte ober f lachlich moglich. Da 
sich in diesen Vertiefungen bevorzugt Schmutz ansammelt, 
werden sie, wie in der DE-OS 26 59 573 vorgeschlagen, mit 
einem leitenden Material gefullt, das dann mit der Kar- 

15 tenoberflache abschliefit. 

Die mit dem Auf fiillen der Kartenaussparungen vorgenommene 
Erhohung der Kontaktf lachen kann auch von der Kartenher- 
stellung getrennt bereits bei der Herstellung des Trager- 
20 substrats fiir den Schaltkreis vorgendmmen werden. 

Dazu sei die DE-OS 30 29 667 geriannt, in der die Kontakt- 
flachen des Tragersubstrats bzw. Tragerelements vor dem 
Einbau in eine Karte mit elektrisch leitenden Hockern 

25 versehen werden. Bei der Fertigstellung der Karte wird 

das Tragerelement in ein Fenster dieser Karte eingesetzt 
und mit einer Deckfolie laminiert, die im Bereich der 
Hocker Aussparungen aufweist. Die Hohe der leitenden 
Hocker entspricht der Dicke der Deckfolie, so dafl die 

30 Kontaktf lachen bei der fertigen Karte biindig mit der Kar- 
tenoberflache abschlieBen. 

Den genannten Losungen ist gemeinsam, daB das Anordnen 
der Kontaktf lachen an die Kartenober f lache zusatzliche 
35 Arbeitsgange und zusatzlichen Mater ialauf wand erfordert. 
Aufierdem lafit sich bei den bekannten Losungen durch die 
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• * en den eigentlichen KontaKtf lachen des Tra 
stelle zwischen den exg Karte ZU ganglxchen 

gersubstrats und den an der ert g eine 
LtaKtnHcnen ni<*t ^J^Z ^en 
zusatslicbe Gef anrenquelle 

wird. 

cfp11e kan n vermieden werden, 

wenn , wie ^ ^ den Ra nd des Triers Mn- 

element verbxegbare aie be im zusammenbau 

ansragende au *, ^ ^ 

de r Karte durch Sc*lxtze KartenSC bicbten unter 

, laP pt werden. B "^™ talttf a ,nen in die DecKfolie 
Warme und Drue* werden die *> ^ bUndig 
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mit der Kartenoberflache ab. Be dUnnen Kontakt - 
aarauf *u acbten, da. die ve rgl . ^"^^ der Dec , fo - 
f abnen nicbt -ieKen wenn ^ eignet 

U . gefubrt werden. Das - _ Ausweisk arten 
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Bit integriertem Scbaltkrexs 

>,o«i- e ht nun darin, eine Aus- 
Die Aufgabe der Erfindung besteht :r* > ^ ^ ^_ 

talctflachen an der Karten rt . Dx e Aus- 

Baustein selbst etwa xn de, ^ Rarten einfa cn 

we is*arte soli * se in, da.it sie aucb 

un a da.it ^--^^/^^li g efertigt werden *ann. 
in groBen Serien wirtschaf tlxcb g ^ 

• c ^ilten Gefabrenquellen, dxe u 

Daruberhinaus sollten ee B 6glicn ver- 

des IC -Bausteins storen konnten, sowex 

mieden werden. 

••ft riurch die in Hauptan- 
• ...f^be wird erfindungsgemaB durcb a 
Dxe Aufgabe «" u 

spruch angegebenen MerXmale gelost. 

der Erfindung ist 

der IC-Baustexn auf exner 
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strat, montiert. Der Schaltkreis ist in einer Aussparung 
des Substrats mit in die Aussparung hineinragenden Lei- 
terbahnen verbunden. Die Leiterbahnen enden auf dem Sub- 
strat in Kontakt flachen, wobei Leiterbahnen und Kontakt- 

5 flachen aus einer diinnen, elektrisch leitenden Beschich- 
tung des Substrats hergestellt sind. Die Kontakt flachen 
sind beispielsweise zusammengefaBt in zwei Gruppen beid- 
seitig des Schaltkreises auf dem Substrat angeordnet. Die 
Ausweiskarte besteht aus drei Schichten. Die mittlere 

10 Schicht oder Kernschicht ist mit einer dem Schaltkreis 

angepafiten Aussparung versehen. Die obere Deck schicht hat 
zwei Aussparungen, die kongruent zu den AbmaBen der Kon- 
taktgruppen gestanzt sind. Wahrend des Zusammenpressens 
bzw. Kaschierens der kartenschichten wird das flexible 

15 Substrat im wesentlichen bedingt durch die Aussparungen 
in den einzelnen Schichten der Karte derart verformt, daB 
bei der fertigen Karte der Baustein geschiitzt in der Mit- 
te liegt, wahrend die Kontaktf lachen biindig mit der Ober- 
flache der Karte abschliefien. Der sehr einfache Karten- 

20 aufbau, verbunden mit der Verwendung eines ebenfalls ein- 
fachen und kostengunstig herstellbaren Tragerelements 
bestehend aus dem Substrat, dem IC-Baustein, den Leiter- 
bahnen und Kontakt flachen erlaubt die wirtschaf tliche 
Herstellung einer Ausweiskarte mit IC-Baustein gerade 

25 auch in groBen Serien. Der, wie oben ausgefiihrt, bei den 
bekannten Ausweiskarten notwendige Materialauf wand und 
vor allem auch der iiber die ubliche Kartenherstellung zum 
Teil weit hinausgehende Arbei tsauf wand eriibrigt sich bei 
der erf indungsgemaBen Karte. AuBerdem ist da fur gesorgt, 

30 daB die Kontakt flachen iiber Leiterbahnen direkt mit dem 
Schaltkreis verbunden sind, womit Gefahrenquellen fur 
Storungen, bedingt durch zusatzliche Kontakt- bzw. Ver- 
bindungsstellen, vermieden werden. 

35 Weitere vorteilhafte Ausf iihrungsf orraen der Erfindung sind 
durch unterschiedliche Gestaltung der Aussparungen der 
oberen Deckfolie bezogen auf die Kontaktbereiche des Tra- 
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Es zeigen 
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^eisxarten It ain<,.la.,erta,» IC- 
Fi9 - l ' ostein in arai varschiaaanen fcus- 

fuhrungsformen, 

die Auswei^arte gema* oer Fig. 1 -it 
15 Fig. 4 detail lierter Darstellung des Trager- 

elements/ 

die AusweisKarte gemaS der Fig. 4 im 
Fig- 5 schn . tt vor dem Zusamm enfugen der 

20 einzelnen Schichten, 

die f ertige AusweisKarte U Schnitt 

25 die fertige AusweisKarte im Schnitt 

aetaillierte Darstellung eines Tra- 
Flg ' 8 ge relements sum Einbau in eine Aus- 

30 weiskarte gemafi Fig. 2, 

* ole v a rte qemafi der Fig. 2 im 
d ie AusweisKarte y cu 

Fig - 9 Schnit t vor dem Zusammenfugen der 

einzelnen Schichten, 

* , ino Karte im Schnitt entlang 
aie fertige Karte 



35 

Fig- 10 
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der Linie 10-10 aus Fig. 8, 

Fig. 11 detaillierte Darstellung eines Tra- 

gerelements zum Einbau in eine Aus- 
weiskarte gemaB Fig. 3, 

Fig. 12 die Ausweiskarte gemaB der Fig. 3 im 

Schnitt vor dem Zusammenf tigen der 
einzelnen Schichten, 

Fig. 13 die fertige Ausweiskarte im Schnitt 

entlang der Linie 13-13 aus Fig. 12. 

Die Fig. 1, 2 und 3 zeigen Ausweiskarten mit einem auf 
15 einem Substrat angeordneten integrierten Schaltkreis, 

wobei jeweils die Lage des IC-Bausteins und der Kontakt- 
flachen sowie die Ausbildung der Aussparungen in der obe- 
renDeckfolie der Karte variieren. Im untereri Bereich der 
Karte sind beispielsweise der Name des Karteninhabers und 
20 eine Kartennummer aufgedruckt. Der Ubersichtlichkeit we- 
gen wurde auf die Darstellung weiterer Zeiclien und Druck- 
bilder, wie sie bei derartigen Karten iiblich sind r ver- 
zichtet. Auf die Einzelbeiten der in den Fig. 1, 2 und 3 
gezeigten Ausweiskarten soil nachfolgend im Zusammenhang 
25 mit der Beschreibung der einzelnen Ausf iihrungsformen de- 
tain iert eingegangen werden. 

Die Fig. 4, 5, 6 und 7 zeigen eine erste Ausf uhrungs form 
der Erfindung vor und nach dem Zusammenpressen der ein- 

30 zelnen Kartenschichteri. Die fertige Ausweiskarte ent- 

spricht der in Fig. 1 gezeigten Karte. Zunachst sei der 
Aufbau des TrSgerelements 2 erlautert, das in der Fig. 4 
in der Aufsicht und in der Fig. 5 im Schnitt dargestellt 
ist. Das Tragerelement 2 besteht aus dem IC-Baustein 3, 

35 den Leiterbahnen A, den Kontaktf lachen 9 und dem Substrat 
10. Der IC-Baustein 3 ist in einer Aussparung 11 des 
Substrats 10 mit den in die Aussparung hineinragenden 
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dazu auch Siemens-BauteiJ- 



te 40 - 44). 



• .findunosgemaBe AusweisKarte verwendete* 

Bei de» fl> "^^V****** * * »«■ - ^ 
Tragerelement enden a v ,, lSchen 9, deren Abmafie so 

gewahlt sind. d.8 « totomten noglicb 1st. 

L5 g eeigaeten --"opt » . - eiaMitig aes Ic . BiUSt eias 
jeweile 4 Kontaktf laeben at 10 . das aus 

3 in Grappen ansa* . bcispiel ,„eise Po- 

nexibien. — U " a t " t 9es tan»t. deB in wesentlicben 
lyimid besteht, ist der * Lei terbahnen not- 

20 nar die fur die Konta » lacben »n M « M . Kon . 

„e„dige mcbe ecbnaXe Snbetrat- 

IC-Baustein angeordnet 1st. 
25 . . ^ lnen Eiemente der Ausweislcarte 

- *• ««• 5 " i9t die ae ; s ; rten. Die obere Dec«oUe U 
vor den Lamimeren der "bi einsch iieBlicb der 

Kontaktflacbea 9 and 1st M diMIlsionie rt. daB «• 

30 verseben. Die nd Kontatt£1Schen 

Jeweils eine ^^"^re Kartenscbicbt Oder Kern- 
au fnehnen ttnnen. Die »i _ aaal aucb Fig. 

ecbicbt 13 bat eine aussparung ^ Ic . Baustain . C ie 
4). die geringtugig grower klte ruck seitig 

35 un tere D e=«oUe ^^^.^ geaeigt dee 
Z:Z-;:™ ^ — — .beispie^eise 
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aus Polyimid), das sich mit dem Material der Ausweiskarte 
(beispielsweise PVC) wahrend des Zusammenpressens der 
Schichten unter Warme und Druck nicht verbindet, sind 
geeignete Elemente zur Verbindung der unterschiedlichen 

5 Materialien vorzusehen. In diesem Fall kann ein sogenann- 
ter Schroelzkleber in Form einer Folie 19 verwendet wer- 
den. Mit Hilfe eines solchen Klebers konnen auch unter- 
schiedliche Kunststof fmaterialien, wie beispielsweise 
Polyimid und PVC, unter Einwirkung von Warme und Druck 

10 dauerhaft miteinander verklebt werden. 

Der -in der Fig. 5 gezeigte Schichtaufbau wird, wie bei 
der f Kartenherstellung konventioneller Art iiblich, mit 
Hilfe zweier Stahlplatten 21 r 22 unter Einwirkung von 

15 Warme und Druck zusammengepreBt . In der Anf angspliase des 
Laminierens wirkt sich der Druck der Kaschierplatten vor- 
wiegend auf die Stellen mit der jeweils groBten Material- 
anhaufung im Lamina t aus. Es sind dies die durch die 
strichpunktierten Linien 24, 25 angedeuteten Bereiche, wo 

20 jeweils untere Deckschicht 15, Kernschicht 13, Schmelz- 
kleberfolie 19, Substrat 10 und obere Deckschicht 14 
iibereinanderliegen. Aufgrund dieser Druckverteilung sind 
der. IC-Baustein 3 und die AnschluBpunkte der Leiterbahnen 
4 mit dem IC-Baustein zunachst entlastet. Im weiteren 

25 Verlauf des Laminierens erweicht die Schmelzkleberfolie 
und pafit sich dabei formschlussig der durch IC-Baustein 
3, Leiterbahnen 4 und Substrat 10 gebildeten geometri- 
schen Struktur an. Nachfolgend erweichen auch die Karten- 
schichten. Da das Material des Substrats 10 im Bereich 

30 der Laminartemperaturen nicht erweicht, wird es an den 
durch die Linien 24, 25 angedeuteten Stellen. unter Ver- 
drangung des erweichenden Kartenmater ials zwischen Kern- 
folie 13 und oberer Deckfolie 14 eingebettet. Der IC-Bau- 
stein 3 wird, verursacht durch den zwischen den Ausspa- 

35 rungen 17, 18 liegenden Steg 26 der Deckfolie 14, in die 
Aussparung 16 der Kernfolie 13 gedruckt, wahrend die mit 
den Kontaktflachen 9 versehenen Teile des Substrats 10 in 
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* 18 der oberen Declcfolie 14 aus- 

die Aussparungen 17 und schl iefilich aucb 
veic^n. Wabrend diese, vollsta ndig -it 
die Aussparung 16 de, die se br weicbe 
Kart en m aterial ausge Puf£ er Z one fUx den 
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liegt. vanrena "'^ Vor allCT 1. Be- 
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nach aeB BrKalten aes 4 eine schnitt- 

des Substrate 10 »U aer K r e ^ ^ 

-"»• aer a "rrfoUe 13 aurcn aie so 
obere Becfcrolie 14 una Kern£°l ^ „ 

m6gli cb ausgebiiaete sQ da6 ai « nbere Bec k - 

au rch niteinanaer verbunden .in . 3 fe .t »lt 

14 ancn in aer * ^ erwShnt en rela- 

a .» Karte„*ern verbund* de „ jeweilig en 

tiv S cn.alen '^^Tratbereicb. in den si* aer 
Kontaxrgrnppen u„a aie De£oto urung aes 

IC -Baustein befinaet, 
Substrats. 

. v,« der Einbau eines Tra- 
X. rolgenaen wira «*• 2 

oerelenenta in erne Karte. « Aus£UM u»g=£om »e- 

leigt wurae. ^"'f^an a ur einer Seite aes Sub- 
fi „aan si=h alle ^^ ia au£ aer anderen Seite 
st rats. «anre„a beispi.ls»eise 
^eoranet Ut..I- *»- Msueis x.rte„ riir Bocb- 
ai c*ere rC-Bausteine „eraen. wabrena 

prS gungen vorgesebenen Barer* g ^ uer<Jen , „ 

ai e Kontafctrlacben an = r ^ su 
den fur Pragungen vorg 
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beanspruchen. 

Die Fig. 8 zeigt ein Tragerelement 30 in Aufsicht, bei 
dem der IC-Baustein 3 und die Kontaktbereiche 31 raumlich 

5 getrennt sind. Der IC-Baustein ist in einer Aussparung 32 
des Substrats 33 angeordnet und wird durch freitragende 
Leiterbahnen 4 in dieser Aussparung gehalten. Die Leiter- 
bahnen verbinden den IC-Baustein 3 mit den Kontaktf lachen 
31. Die Anzahl und die Anordnung der Kontaktf lachen rich- 

10 tet sich nach dem verwendeten IC-Baustein und kann an die 
jeweiligen Bediirfnisse angepaBt werden. In Fig. 8 ist 
beispielhaft eine Ausfiihrung mit 8 Kontaktbereichen dar- 
gestellt. Uber das Substrat 33 verteilt sind in Fig. 8 
mehrere kleine Locher 35, 38 erkennbar, die zur Veranke- 

15 rung des Substrats zwischen den einzelnen Kartenfolien 
dienen. 

Fig. 9 zeigt das beschriebene Tragerelement 30 sowie die 
drei Kartenschichten vor dem Zusammenbau in einer 

20 Schnittdarstellung entlang der Linie 10-10 der Fig. 8. 

Die Kernfolievl3 weist im Bereich des IC-Bausteins 3 eine 
Aussparung 16 auf, deren Umrifi nahezu dieselbe GroBe hat 
wie die Aussparung 32 des Substrats. Die obere Deckfolie 
besitzt eine Aussparung 17 im Bereich der Kontaktf lachen, 

25 wobei diese Aussparung kleiner ist als die die Kontakt- 
flache 31 tragende : Substrat flache. Durch das Zusammen- 
pressen unter Einwirkung von Warme wird das Tragerelement 
30 # wie in der Fig. 10 dargestellt , derar t verformt, daB 
die Kontaktf lachen tragende Substratf lache relativ zum 

30 IC-Baustein in Richtung zur Ober flache der Karte hin. ver- 
setzt ist, so daB der IC-Baustein 3 geschiitzfe durch die 
beiden Kartendeckfolien 14, 15 in der Mitte der Karte 
liegt, wahrend die Kontaktf lachen 31 biindig mit der Kar- 
tenoberf lache abschlieBen. Es hat sich uberraschenderwei- 

35 se gezeigt, daB die Kernfolie 13 einerseits die Randbe- 
reiche des Substrats einbettet und andererseits die Kon- 
taktbereiche durch die Aussparung 17 zur auBeren Oberfla- 
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ch e des Schichtaufbaues bocbdriickt. 
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terbahnen 4 mit den Kontaktf lachen 42 verbunden. Einziger 
Unterschied ist, daB die metallischen Kontaktf ISchen 42 
nicht vollstandig von dem Substrat 10 unterlegt sind. Die 
gestrichelten Linien 41 deuten die im Substrat vorgese- 
5 henen Aussparungen unter den jeweiligen Kontaktf lachen 
an. 

Fig. 12 zeigt das Tragerelement 40 in Schnittdarstellung 
entlang der in Fig. 11 eingezeichneten Linie 13-13 vor 

10 dem Einbau in die Karte zusammen mit den drei Rartenfo- 
lien. Kernfolie 13 und obere Deckfolie 14 weisen die be- 
reits bekannten Aussparungen zur Aufnahme des IC-Bau- 
steins bzw. der Kontaktf lachen auf. Fur die bescbriebene 
Ausfiihrungsf orm ist es zweckmaflig, das Tragerelement 40 

15 vor dem Einbau in die Karte mit einer Kleberschicht 19 zu 
unterlegen. Die Eigenschaf ten dieser Kleberscliicht wurden 
bereits weiter oben ausf uhrlich beschrieben. 

Nach dem Erweichen der Kernschicht 13 wird das Substrat 
20 10 im Bereich des IC-Bausteins 3 zur Kartenmitte hin ver- 
formt, wahrend das tbermoplastische Kartenmaterial in die 
Aussparungen 17, 18 der oberen Deckfolie ausweicht. Dabei 
werden die metallischen Kontaktf lachen 42 durch das Kern- 
material zur Oberflache hin verformt. 

25 

Die. mit der Verformung verbundene Dehnung wird von den 
als diinne Metallschicliten ausgebildeten Kontaktf lachen 42 
ausgeglichen. Falls die Kontaktf lachen die Dehnung nicht 
ausgleichen konnen, beispielsweise bei Verwendung einer 

30 relativ dicken Deckfolie, muB dafur gesorgt werden, daB 

die Langendehnung auf andere Weise kompensiert wird. Bei- 
spielsweise kann man die Verbindung der metallischen Kon- 
taktflachen 42 mit dem Substrat 10 im Randbereich des 
. Tragerelements so ausfuhren, daB sich diese bei Zugbean- 

35 spruchung lost, wodurch die metallischen Kontaktf lachen 
an einer oder mehreren Seiten frei bewegbar sind. 
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